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(57)摘要

本发明公开了一种芯片封装工艺用助焊剂

清洗剂，其组份及重量百分比为：氟代有机物：2‑

8％；甘油醚：20‑40％；N ,N‑二甲基乙酰胺：5‑

15％；巯基苯并噻唑：1‑5％；乙醇：20‑30％；余量

为水。该清洗剂添加了含强吸电子能力的氟代有

机物，具有优异的润湿效果，可有效作用于盲孔、

缝隙等不易润湿表面；醇醚和乙酰胺类物质分别

对有机酸、有机胺和松香、胶类物质具有良好的

溶解去除能力，低温清洗效果好，去油速度快；2‑

巯基苯并噻唑作为金属缓蚀剂降低了清洗剂对

金属的侵蚀效果；乙醇提升了清洗剂的快干特

性，避免了干燥不及时引起的焊盘或引脚等处的

腐蚀。

权利要求书1页  说明书6页  附图1页

CN 111892995 A

2020.11.06

CN
 1
11
89
29
95
 A



1.一种芯片封装工艺用助焊剂清洗剂，其特征在于，其组份及重量百分比为：

氟代有机物：2-8％

甘油醚：20-40％

N,N-二甲基乙酰胺：5-15％

巯基苯并噻唑：1-5％

乙醇：20-30％

余量为水；

准备一干净的玻璃反应釜，置于冰浴中；

往反应釜中加入上述重量百分比的甘油醚、乙醇，开启搅拌，转速调为150-180rpm使混

合均匀；

在搅拌状态下再依次加入N,N-二甲基乙酰胺、全氟丁基甲醚、2-巯基苯并噻唑，最后补

足加入水；

分散均匀后，静置，密封避光置于阴凉处保存，得到芯片封装工艺用助焊剂清洗剂。

2.根据权利要求1所述的一种芯片封装工艺用助焊剂清洗剂，其特征在于，所述氟代有

机物为全氟三丙胺或全氟丁基甲醚，优选浓度为3-5％；氟的强吸电子能力，其具有优越的

热稳定性、独特的低表面自由能和较低的粘度，同时还具有良好的润湿性，作为清洗剂的表

面活性剂。

3.根据权利要求1所述的一种芯片封装工艺用助焊剂清洗剂，其特征在于，所述甘油醚

优选浓度为25-35％；是良好的润湿剂，能有效去除残留助焊剂中的有机酸和有机胺。

4.根据权利要求1所述的一种芯片封装工艺用助焊剂清洗剂，其特征在于，所述N,N-二

甲基乙酰胺优选浓度为8-12％；能有效溶解残留助焊剂中的松香类、胶类物质，高效去除有

机物。

5.根据权利要求1所述的一种芯片封装工艺用助焊剂清洗剂，其特征在于，所述2-巯基

苯并噻唑优选浓度为2-3％；其含有-N-S-键，可有效吸附于金属表面，与界面处金属离子形

成一层不溶的络合沉积膜，起到缓蚀作用。
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芯片封装工艺用助焊剂清洗剂

技术领域

[0001] 本发明涉及电子行业材料技术领域，尤其涉及一种芯片封装工艺用助焊剂清洗

剂。

背景技术

[0002] 在电子信息产品加工工艺中，SMT(表面贴装技术)印刷网板、波峰炉具、回流炉具、

PCBA(组装线路板)的清洗每年就要消耗大量的清洗剂。一般PCB在装联焊接过程中，为了确

保焊接的可靠性，必须使用活性较高的助焊剂，这些助焊剂残留在PCBA上，将腐蚀电路板及

元器件，同时降低其表面绝缘电阻，尤其是在高温高湿的环境下，会出现严重的腐蚀和漏

电，影响整机的可靠性。目前助焊剂已逐渐开发应用免清洗型，但大多数电子行业使用的助

焊剂仍为传统型，组分包含有机酸、有机胺、松香类/胶类物质等，对这些助焊剂的残留必须

进行清洗以保证电子元器件的可靠性。

[0003] 目前国内外的工业清洗剂一般分为三类：溶剂型、半水基型、水基型。溶剂清洗剂

主要包括卤代烃类(氯代烃、溴代烃、氟代烃)、石油类、醇类、醚类、二醇酯类、硅氧烷类等，

该类清洗剂技术国内外均成熟，大多具有良好的清洗效果。其中含氟里昂(CFC-113)等ODS

(消耗臭氧层物质)的会破坏臭氧层，危害生态环境，已在禁止之列。半水基清洗剂是在实际

应用中为改进溶剂清洗剂的使用性能而研制的清洗剂，主要由有机溶剂(如醇类、萜烯类乙

二醇醚、烃类等)、活性剂和水(5-20％)组成。半水基清洗剂溶解力高，清洗洁净度高，含有

的有机溶剂对有机物有较好的清洗能力，降低了原来易燃溶剂的挥发性和可燃性。但半水

基清洗技术又有以下缺点：工艺流程长，运行成本较高，废水处理量大；纯水漂洗时金属易

发生腐蚀、变色；仍含有挥发性有机化合物等。水基清洗剂主要成分有表面活性剂、洗涤助

剂、缓蚀剂等，是近年来应用较广泛的一种清洗剂。此类清洗剂的相容性好，价格低，操作安

全，不燃不爆，清洗及配方自由度大，可针对不同性质污染物调整配方。但是我国的水基清

洗剂还存在以下不足：Ⅰ、对许多粘稠蜡质污垢，如松香、胶类，以及工件上的盲孔、缝隙，憎

水性零件清洗效果较差，目前的水基清洗剂清洗PCBA后，普遍容易出现板面发白的现象；

Ⅱ、一些水基清洗剂清洗后的残留物难以冲洗掉，尤其是盲孔、缝隙内的残留物，这些残留

物可能对后续工序或应用造成影响；Ⅲ、低温清洗效果差，去油速度慢，无法与溶剂型相比；

Ⅳ、金属部件如果干燥不及时易发生腐蚀，如钢网、PCBA上的焊盘及元器件的引脚部位；Ⅴ、

缺少适于工业清洗用的特殊多效型表面活性剂等。

[0004] 针对以上不足，我们对此进行了一些关键技术的研发突破，制备了一种新型高效

的芯片封装工艺用助焊剂清洗剂。

发明内容

[0005] 针对上述技术中存在的不足之处，本发明提供一种芯片封装工艺用助焊剂清洗

剂，该清洗剂润湿性好、去除有机物能力强，可高效去除工件上的盲孔、缝隙及一般表面残

留的助焊剂和其他油污；同时添加了金属缓蚀剂和易挥发的乙醇，干燥速度快，避免了干燥
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不及时等导致的元器件腐蚀。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供一种芯片封装工艺用助焊剂清洗剂，其组份及重量

百分比为：

[0007] 氟代有机物：2-8％

[0008] 甘油醚：20-40％

[0009] N,N-二甲基乙酰胺：5-15％

[0010] 巯基苯并噻唑：1-5％

[0011] 乙醇：20-30％

[0012] 余量为水；

[0013] 准备一干净的玻璃反应釜，置于冰浴中；

[0014] 往反应釜中加入上述重量百分比的甘油醚、乙醇，开启搅拌，转速调为150-180rpm

使混合均匀；

[0015] 在搅拌状态下再依次加入N,N-二甲基乙酰胺、全氟丁基甲醚、2-巯基苯并噻唑，最

后补足加入水；

[0016] 分散均匀后，静置，密封避光置于阴凉处保存，得到芯片封装工艺用助焊剂清洗

剂。

[0017] 其中，所述氟代有机物为全氟三丙胺或全氟丁基甲醚，优选浓度为3-5％；氟的强

吸电子能力，其具有优越的热稳定性、独特的低表面自由能和较低的粘度，同时还具有良好

的润湿性，作为清洗剂的表面活性剂。

[0018] 其中，所述甘油醚优选浓度为25-35％；是良好的润湿剂，能有效去除残留助焊剂

中的有机酸和有机胺。

[0019] 其中，所述N,N-二甲基乙酰胺优选浓度为8-12％；能有效溶解残留助焊剂中的松

香类、胶类物质，高效去除有机物。

[0020] 其中，所述2-巯基苯并噻唑优选浓度为2-3％；其含有-N-S-键，可有效吸附于金属

表面，与界面处金属离子形成一层不溶的络合沉积膜，起到缓蚀作用。

[0021] 其中，所述乙醇优选浓度为25-30％；其具有易挥发特性，提供清洗剂使用后的快

干特性，避免干燥不及时造成电子元器件的焊盘及引脚部位发生腐蚀。

[0022] 本发明的有益效果是：与现有技术相比，本发明提供的一种芯片封装工艺用助焊

剂清洗剂，具有如下优势：该清洗剂添加了含强吸电子能力的氟代有机物，具有优异的润湿

效果，可有效作用于盲孔、缝隙等不易润湿表面；醇醚和乙酰胺类物质分别对有机酸、有机

胺和松香、胶类物质具有良好的溶解去除能力，低温清洗效果好，去油速度快；2-巯基苯并

噻唑作为金属缓蚀剂降低了清洗剂对金属的侵蚀效果；乙醇提升了清洗剂的快干特性，避

免了干燥不及时引起的焊盘或引脚等处的腐蚀。是一种新型高效的芯片封装工艺用助焊剂

清洗剂。该清洗剂润湿性好、去除有机物能力强，可高效去除工件上的盲孔、缝隙及一般表

面残留的助焊剂和其他油污；同时添加了金属缓蚀剂和易挥发的乙醇，干燥速度快，避免了

干燥不及时等导致的元器件腐蚀。

附图说明

[0023] 图1为本未清洗前的焊锡样品板图；
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[0024] 图2为本发明使用实施例一清洗剂清洗后的焊锡样品板图。

具体实施方式

[0025] 为了更清楚地表述本发明，下面结合附图对本发明作进一步地描述。

[0026] 本发明提供的一种芯片封装工艺用助焊剂清洗剂，其组份及重量百分比为：

[0027] 氟代有机物：2-8％

[0028] 甘油醚：20-40％

[0029] N,N-二甲基乙酰胺：5-15％

[0030] 巯基苯并噻唑：1-5％

[0031] 乙醇：20-30％

[0032] 余量为水；大概在15-25％；

[0033] 准备一干净的玻璃反应釜，置于冰浴中；

[0034] 往反应釜中加入上述重量百分比的甘油醚、乙醇，开启搅拌，转速调为150-180rpm

使混合均匀；

[0035] 在搅拌状态下再依次加入N,N-二甲基乙酰胺、全氟丁基甲醚、2-巯基苯并噻唑，最

后补足加入水；

[0036] 分散均匀后，静置，密封避光置于阴凉处保存，得到芯片封装工艺用助焊剂清洗

剂。

[0037] 在本实施例中，所述氟代有机物为全氟三丙胺或全氟丁基甲醚，优选浓度为3-

5％；氟的强吸电子能力，其具有优越的热稳定性、独特的低表面自由能和较低的粘度，同时

还具有良好的润湿性，作为清洗剂的表面活性剂。

[0038] 在本实施例中，所述甘油醚优选浓度为25-35％；是良好的润湿剂，能有效去除残

留助焊剂中的有机酸和有机胺。

[0039] 在本实施例中，所述N,N-二甲基乙酰胺优选浓度为8-12％；能有效溶解残留助焊

剂中的松香类、胶类物质，高效去除有机物。

[0040] 在本实施例中，所述2-巯基苯并噻唑优选浓度为2-3％；其含有-N-S-键，可有效吸

附于金属表面，与界面处金属离子形成一层不溶的络合沉积膜，起到缓蚀作用。

[0041] 在本实施例中，所述乙醇优选浓度为25-30％；其具有易挥发特性，提供清洗剂使

用后的快干特性，避免干燥不及时造成电子元器件的焊盘及引脚部位发生腐蚀。

[0042] 以下为本发明的具体实施例：

[0043] 实施例一：

[0044] 芯片封装工艺用助焊剂清洗剂组份，按重量计，包括：全氟丁基甲醚3份，甘油醚30

份，N,N-二甲基乙酰胺10份，2-巯基苯并噻唑2份，乙醇30份，水25份。

[0045] 制备方法为：

[0046] 1、准备一干净的玻璃反应釜，置于冰浴中；

[0047] 2、往反应釜中加入上述重量份的甘油醚、乙醇，开启搅拌，转速调为150-180rpm使

混合均匀。在搅拌状态下再依次加入N,N-二甲基乙酰胺、全氟丁基甲醚、2-巯基苯并噻唑，

最后补足加入超纯水。

[0048] 3、分散均匀后，静置，密封避光置于阴凉处保存，得到芯片封装工艺用助焊剂清洗
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剂。

[0049] 实施例二：

[0050] 芯片封装工艺用助焊剂清洗剂组份，按重量计，包括：全氟三丙胺5份，甘油醚35

份，N,N-二甲基乙酰胺8份，2-巯基苯并噻唑3份，乙醇28份，水21份。

[0051] 制备方法为：

[0052] 1、准备一干净的玻璃反应釜，置于冰浴中；

[0053] 2、往反应釜中加入上述重量份的甘油醚、乙醇，开启搅拌，转速调为150-180rpm使

混合均匀。在搅拌状态下再依次加入N,N-二甲基乙酰胺、全氟三丙胺、2-巯基苯并噻唑，最

后补足加入超纯水。

[0054] 3、分散均匀后，静置，密封避光置于阴凉处保存，得到芯片封装工艺用助焊剂清洗

剂。

[0055] 由图1和图2看出，使用助焊剂焊锡后，PCB样品板表面残留有较多助焊剂和脏污

(图1)；经实施例一助焊剂清洗剂清洗后，表面变得光洁且金属表面完好无损(图2)。参照

IPC-TM-6502.3.28&2.3.25标准，使用离子色谱分析仪&清洁度测试仪对两样品板进行离子

污染等测试，结果列于表1，表1为本发明清洗前后焊锡样品板残留物检测结果图；可以看出

清洗后大部分离子和有机酸含量显著降低，达到清洗标准，可顺利进行下一工序或制程。表

1如下：
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[0056]

[0057]

[0058] 以上公开的仅为本发明的实施例，但是本发明并非局限于此，任何本领域的技术
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人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
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图1

图2
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